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5. Landshuter Symposium Mikrosystemtechnik 
„Von der miniaturisierten Elektronik zum intelligenten System“  

Kaum eine technische Innovation kommt ohne Mikro-
systemtechnik aus. Ob das Trendthema autonomes 
Fahren im Bereich Automotive, das Thema Industrie 
4.0 in der Produktionstechnik oder das Lab-on-a-Chip 
in der Medizintechnik: miniaturisierte Systeme bilden 
die Basis für Neuentwicklungen. Das 5. Landshuter 
Symposium Mikrosystemtechnik bietet diesem bedeu-
tenden Thema erneut eine breite Plattform. 

Wir freuen uns besonders, dass Staatsministerin Ilse 
Aigner die Schirmherrschaft der Veranstaltung über-
nommen hat und die Bedeutung der Veranstaltung 
und des Themas Mikrosystemtechnik in ihrem Grußwort ausdrücklich betont. 

Der Titel des Symposiums lautet: „Von der miniaturisierten Elektronik zum intelli-
genten System“. An den beiden Tagen 09. und 10. März 2016 treffen sich wieder 
Experten aus Praxis und Wissenschaft an der Hochschule Landshut. Neben ak-
tuellem Fachwissen und Branchen übergreifenden Impulsen bietet die Veranstal-
tung unter anderem in der begleitenden Fachausstellung eine perfekte Gelegen-
heit, neue Kontakte zu knüpfen und vorhandene zu pflegen. 

Einem breiten Fachpublikum wollen wir Branchen übergreifend neueste techni-
sche Entwicklungen und Erkenntnisse aus Unternehmen und Wissenschaft bie-
ten und diese mit potenziellen Kunden und Anwendern diskutieren. Dabei inter-
pretieren wir wie bereits in den letzten Jahren den Begriff der Mikrosystemtech-
nik sehr weitläufig. 

In zwei Plenumsvorträgen sowie 30 Fachvorträgen in zwei parallelen Sessions 
greifen wir eine breite Bandbreite an Themen auf.  

• Systemintegration 
• Mikrosystemtechnik und Mikroelektronik 
• Eingebettete Systeme 
• Sensorik und Intelligente Sensorsysteme 
• Fertigungstechnik. 

Einen weiteren Schwerpunkt setzten wir aufgrund der großen Resonanz beim 
Symposium 2014 wieder auf die Medizintechnik. Erweitert wurde das Themen-
spektrum um den Schwerpunkt Industrie 4.0, in dem Experten in zwei weiteren 
Sessions aktuelle Entwicklungen präsentieren werden. 
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Das 5. Landshuter Symposium Mikrosystemtechnik wird vom Cluster Mikrosys-
temtechnik an der Hochschule Landshut organisiert. Ein hochkarätig besetztes 
Fachkomitee garantiert die hohe Qualität der Beiträge im Symposium, die in ei-
nem Tagungsband veröffentlicht werden. 

Dabei sind wir stolz, das Landshuter Symposium Mikrosystemtechnik 2016 be-
reits zum 5. Mal mit Erfolg durchzuführen. Die alle zwei Jahre stattfindende Ver-
anstaltung hat sich in den zehn Jahren ihres Bestehens zu einem Fachtreff mit 
einem Einzugsgebiet weit über die Landesgrenzen hinaus etabliert. 

Zusammen mit dem Partner VDI/VDE/IT wollen wir den fachlichen Austausch 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sowie zwischen Kunden und Anwendern 
in den Mittelpunkt stellen.  

Nutzen Sie das Symposium, das Ihnen aktuelles Wissen und Diskussionen über 
die Herausforderungen, Trends und Entwicklungen rund um die Themenfelder 
der Mikrosystemtechnik bietet, auch als wertvolle Plattform für den Aufbau neuer 
Geschäftsbeziehungen. Wir freuen uns, Sie an der Hochschule Landshut begrü-
ßen zu dürfen 

 

 

Prof. Dr. Artem Ivanov 
Hochschule Landshut 
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